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刚性印制板的鉴定及性能规范

1 范围

1.1 范围 本规范建立并规定了刚性印制板生产的鉴定及性能要求。

1.2 ⽬的 本规范的目的是为按以下结构和/或技术制成的刚性印制板提供鉴定及性能要求。除非另

有规定，这些要求适用于已完成的产品：　

•带或不带镀覆孔（PTH）的单、双面印制板。
•带镀覆孔（PTH）且带或不带埋/盲孔/微导通孔的多层印制板。
•带有离散电容层和/或埋容或埋阻元器件的埋入式有源或无源电路印制板。

•带或不带外置金属散热框架（有源或无源）的金属芯印制板。

1.2.1 ⽀持⽂件 IPC-A-600包括了图片、示意图和照片，可帮助理解从外部和内部观察到的可接
受/不符合条件。该文件可以与本规范结合使用，以更全面地理解其建议和要求。

1.3 性能等级和类型

1.3.1 等级 本规范根据客户和/或最终用途的要求，建立了刚性印制板性能等级的验收准则。根据

IPC-6011中的定义，印制板可分为三个通用的性能等级。

1.3.1.1 要求偏离 偏离这些通用等级的要求应当由用户和供应商协商确定（AABUS）。

1.3.1.2 航天产品特殊要求 航天产品性能等级的特殊要求在IPC-6012DS航天要求附件中列出，当
采购文件中规定此航天要求附件时适用。

1.3.2 印制板类型 不带镀覆孔的印制板（1型）和带镀覆孔的印制板（2-6型）的分类如下，并可
包含表1-1中所规定的技术：

1型—单面印制板
2型—双面印制板
3型—不带盲孔或埋孔的多层印制板
4型—带盲孔及/或埋孔的多层印制板（可以包含微导通孔）
5型—不带盲孔或埋孔的多层金属芯印制板
6型—带盲孔及/或埋孔的多层金属芯印制板（可以包含微导通孔）

1.3.3 采购选择 性能等级应当在采购文件中规定。

采购文件应当提供生产印制板的充足信息，供应商应当确保用户获得预期的产品。采购文件中应该

包含的信息要符合IPC-2611和IPC-2614的要求。

采购文件应当规定为满足3.6.1节要求所采用的热应力测试方法。测试方法应当在3.6.1.1节、3.6.1.2
节和3.6.1.3节中选取。如未作规定（见5.1节），则应当符合表1-2的默认要求。

2015年9月 IPC-6012D-C�

1




